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(57) Abstract: The invention relates to a microcomponcnt (1) 
for carrying out chemical reactions. Said microcomponent has 
an electric heating element, which is located directly on the 
surface of the microcomponent (1). The electric healing cle- 
ment can have, for example, a printed conductor (3) that is ap- 
plied to the surface of the microcomponent (1). A temperature 
sensor, which essentially consists of a resistance thermome- 
ter (4), is used to continuously measure the temperature rise 
of the microcomponent (I). The microcomponent ( I ) and the 
electric heating element can be produced by means of semi- 
conductor production methods. Several microcomponcnts (1) 
can be arranged next to one another in order to carry out a com- 
plex reaction process. 



(57) Zusammenfassung: Eine Mikrokomponente (1) fur die 
DurchfUhrung chemischer Reaktionen weist ein elektrisches 
Heizelement auf, das direkt auf der Oberflache der Mikrokom- 
ponente (l)angeordnet ist Das clcktrische Heizelement kann 
bcispiclswcisc cine auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) angebrachtc gcdrucktc Leilcrbahn (3) aufweiscn. Mit cincm im 
wesentlichen aus einem Widerstands thermometer (4) bestehenden Temperatursensor ist die Erwarmung der Mikrokomponente (1) 
kontinuierlich messbar. Die Mikrokomponente (1) und das elektrische Heizelement konnen mittels Halbleiterfertigungsmethoden 
hergestellt werden. Meniere Mikrokomponenten (1) kBnen nebeneinandcr angeordnel zur Durchfiihrung eines komplexen Reakti- 
onsprozesses verwendet werden. 
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Mikrokomponente 

5 

Die Erfindung betrifft eine Mikrokomponente far die 
Durchftihrung chemischer Reaktionen. 

10 In vielen Bereichen der chemischen, pharmazeutischen und 
biologischen Industrie werden zu Forschungs- oder 
Produktionszwecken durchgef uhrte Reaktionsprozesse st&ndig 
und zunehmend miniaturisiert . Dadurch kSnnen beispielsweise 
die benotigten Mengen an Reagenzien und Substanzen sowie 

15 die zur ProzessfUhrung benStigte Reaktionszeit reduziert 
werden- Verstarkt werden dabei einzelne Mikrokomponenten 
eingesetzt, die eine Prozessfiihrung mit Dimensionen im 
Mikrobereich ermtfglichen. 

20 Reaktionskomponenten mit derart geringen Abmessungen konnen 
nicht einfach durch Verkleinerung bekannter und erprobter 
Konstruktionen hergestellt werden. Auf Grund der extrem 
geringen Mengen an beteiligter Substanzen ergeben sich 
unter anderem oft vollig andere Strfcmungs- und 

25 Reaktionseigenschaften. Neben neuartigen 

Herstellungsprozessen der einzelnen Mikrokomponenten muss 
deshalb auch deren konstruktive Gestaltung an die im 
Mikrobereich vorherrschenden Eigenschaf ten angepasst 
werden. 

30 

Vor allem bei Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten sind 
Mikrokomponenten vorteilhaft einsetzbar, die einen 
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moglichst schnell ablaufenden Reaktionsprozess ermoglichen, 
f(ir den nur geringe Substanzmengen benotigt werden. Dies 
ist insbesondere bei der Verwendung gefahrlicher oder 
gesundheitsgefahrdender Substanzen gtinstig und vereinfacht 
5 die Prozessftthrung bei stark endo- oder exothermen 

Reaktionen. In Verbindung mit einem deutlich reduzierten 
Platzbedarf konnen Testreaktionen zu Forschungszwecken in 
grofter Anzahl gleichzeitig durchgeftihrt werden. Auf diese 
Weise ist es mbglich, mit verhaltnismafcig geringem 
10 finanziellen Aufwand die Entwicklungszeiten fttr neue 
Produkte oder cheitiische Verfahren deutlich zu senken. 

Es sind bereits einzelne Mikrokomponenten bekannt, die zur 
Durchfuhrung miniaturisierter Reaktions verfahren verwendet 

15 werden. Aus separaten Mikrokomponenten wie Pumpen, Mischer, 
Verweilelementen, Reaktoren und W&rmeUbertragern k5nnen 
durch Hintereinanderschaltung vollstandige 
Reaktionsprozesse miniaturisiert durchgeftihrt werden. 
Wahrend fiir einzelne Reaktionsschritt'e wie beispielsweise 

20 das Mischen mehrerer Substanzen mit grofiem Aufwand hoch 
effiziente Mikromischer entwickelt wurden, erfolgt die 
Kontrolle der einen Reaktionsprozess bestimmenden 
Temperatur auf konventionelle Weise durch warmebader oder 
warmetauscher . Soli far einige oder mehrere Prozessschritte 

25 eine vorgegebene Temperatur moglichst konstant gehalten 
werden, so werden die zugehflrigen Mikrokomponenten in ein 
Warmebad gebracht. Die iiblicherweise verwendeten WarmebSder 
oder Kryostaten weisen dabei ftir Mikrokomponenten ein 
unnotig groftes Nutzvolumen auf. TemperaturSnderungen des 

30 Wclrmebads, wie sie beispielsweise ftlr eine Versuchsreihe 
identischer Reaktionen bei unterschiedlich vorgegebener 
Reaktionstemperatur Voraussetzung sind, benStigen einen 
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entsprechenden Zeitaufwand und kSnnen zum bestimmenden 
Zeitfaktor einer derartigen Versuchsreihe werden. 

Viele Reaktionsprozesse laufen bei erhdhter Temperatur 
5 schneller und/oder effektiver ab. Oblicherwei.se verwendete 
WSrmebader lassen sich nur bis etwa 80°C WSrmebadtemperatur 
mit einfachen Mitteln betreiben. Bei der Verwendung von 
Wasser als W&rmemedium lassen sich Temperaturen oberhalb 
100 °C kauitt erreichen. Der maximal mSgliche 
10 Temperaturbereich kann durch die Verwendung spezieller 

ZusStze Oder eines 01s nicht wesentlich erweitert werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, mit mSglichst einfachen 
Mitteln eine effektive Heizung einzelner Mikrokomponenten 
15 zu gew^hrleisten. Die fur einen Reaktionsschritt 

vorgegebene Temperatur sollte einfach und schnell zu andern 
sein, urn eine schnelle Durchfiihrung umf angreicher 
Versuchsreihen zu ermSglichen. 

20 Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi dadurch gelost, dass ein 
elektrisches Heizelement auf der OberflSche der 
Mikrokomponente angeordnet ist. Die Abmessungen der 
einzelnen Mikrokomponenten sind ausreichend klein, so dass 
ein an die Mikrokomponente angepasstes elektrisches 

25 Heizelement eine schnelle und ausreichend gleichf ormige 
Beheizung der Mikrokomponente gewahrleistet . Das 
elektrische Heizelement lasst sich mit einfachsten Mitteln 
an der Oberflache der Mikrokomponente befestigen. Auf diese 
Weise sind keine konstruktiven Anderungen im Inneren der 

30 Mikrokomponente erf orderlich. 
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Da die Mikrokomponente durch das elektrische Heizelement 
beheizbar ist, wird die Verwendung eines WSrmebads zum 
Beheizen uberf liissig. Der Aufbau und Ablauf eines aus 
derartigen Mikrokomponenten zusammengesetzten 
5 Reaktionsprozesses ist nicht mehr an die raumlichen 

Vorgaben des warmebads gebunden. Die Mikrokomponente kann 
mittels des elektrischen Heizelementes in kttrzester Zeit 
erwMrmt werden, so dass die ftir eine kontrollierte 
Aufheizung des warmebads notwendigen Wartezeiten entf alien. 

10 

Haufig werden Reaktionen mit flussigen Substanzen 
ausgefUhrt, die im Verlauf der Reaktion durch einen oder 
mehrere Mikrokomponenten flielien. Dabei miissen sowphl die 
Mikrokomponenten als auch die notwendigen Zu- und 

15 Ableitungen sowie insbesondere die Verbindungselemente 
vollig dicht sein, um einen ungestorten Prozessablauf zu 
gewahrleisten. Wahrend an einer undichten Stelle 
austretende Flttssigkeiten in einem warmebad kaum 
wahrgenommen werden k5nnen, erm6glicht eine im Trockenen . 

20 verwendete Mikrokomponente mit elektrischer Heizung ein 
schnelles Wahrnehmen und Lokalisieren von undichten 
Stellen. Dadurch werden die Risiken bei der Verwendung von 
gefahrlichen oder gesundheitsgef ahrdenden Substanzen 
erheblich verringert und gleichzeitig die Zuveriassigkeit 

25 der durchgef tthrten Reaktionen erhttht. 

Die maximal mc-gliche Heiztemperatur eines elektrischen 
Heizelements ist nicht auf einen Bereich bis etwa 100 °C 
beschrSnkt, so dass auch Reaktionen bei wesentlich hc-heren 
30 Temperaturen durchgef tihrt werden kSnnen. Auf diese Weise 

wird der f ttr Experimente zugangliche Temperaturbereich f ttr . 
verschiedene Reaktionsschritte deutlich erweitert, wodurch 
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sich verbesserte Porschungsbedingungen und vollig neuartige 
Anwendungen ergeben. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das elektrische 
5 Heizelement eine auf der Oberflache der Mikrokomponente 
. angebrachte gedruckte Leiterbahn aufweist. Die zu 
beheizende Oberflache einer Mikrokomponente kann ohne 
Schwierigkeiten als ebene Fl&che gestaltet werden. Es sind 
einfach durchfUhrbare und kostengUnstige Verfahren zum 

10 Herstellen gedruckter Schaltungen von nahezu beliebiger 
Formgebung bekannt. Auf der ebenen Oberflache der 
Mikrokomponente konnen auf gedruckte Leiterbahnen 
beispielsweise in Form einer Heizschlange fest angebracht 
werden. Durch den direkten Kontakt der elektrischen 

15 Leiterbahn mit der Oberflache der Mikrokomponente ist ein 
bestmdglicher Warmetransport in die Mikrokomponente 
gewahrleistet . Durch den Verlauf und die beispielsweise 
abschnittsweise verSnderbare Abmessung der aufgedruckten 
Leiterbahn kann eine mOglichst gleichmSfiige Oder 

20 bereichsweise unterschiedliche Beheizung der 
Mikrokomponente erreicht werden . 

Die auf gedruckte" Leiterbahn beansprucht kaum zusatzlichen 
Platz, auch konnen die erforderlichen elektrischen 

25 Anschliisse nahezu beliebig klein dimensioniert werden. Mit 
bereits bekannten Fertigungstechniken lassen sich 
Leiterbahnen mit charakteristischen Abmessungen im 
Mikrometerbereich herstellen, so dass ein derartiges 
elektrisches Heizelement keine Einschrankung einer weiteren 

30 Miniaturisierung der Mikrokomponen'ten darstellt. 
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Einer Ausgestaltung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
vorgesehen, dass das elektrische Heizelement eine Heizfolie 
ist. Bereits verwendete Mikrokomponenten k6nnen mittels 
einer auf die Mikrokomponente geklebten Heizfolie 
5 elektrisch beheizbar gemacht werden. Auf diese Weise konnen 
nahezu beliebige Mikrokomponenten mit einem elektrischen 
Heizelement versehen werden. Eine elektrische Heizfolie ist 
kostengiinstig und kann auch auf unebenen Oberfiachen einer 
Mikrokomponente befestigt werden. Es exist ieren bereits 
10 fertige Komponenten zur Temperatursteuerung einer 

Heizfolie, die mit einfachen Mitteln an die jeweiligen 
Anf orderungen eines Labor- oder Produktionsbetriebs 
angepasst werden kennen, 

15 Vorzugsweise ist vorgesehen, dass auf der Oberflache der 
Mikrokomponente ein Temperatursensor angeordnet ist. Mit 
einem Temperatursensor kann kontinuierlich die 
Oberf lachentemperatur der Mikrokomponente gemessen werden. 
Auf diese Weise ist eine geregelte Heizung realisierbar . 

20 Insbesondere kdnnen durch stark endo- oder exotherme 
Reaktionen hervorgerufene TemperaturSnderungen bereits 
wShrend des Reaktionsprozesses beriicksichtigt und die 
Steuerung des elektrischen Heizelements daran angepasst 
werden. 

25 

Besonders vorteilhaft ist dabei vorgesehen, dass der 
Temperatursensor im wesentlichen aus einem 
Widerstandsthermometer besteht , Widerstandsthermometer 
weisen liber einen grofien Temperaturbereich eine relativ 
30 hohe Genauigkeit der Temperatuntiessung auf. Auf Grund ihrer 
geringen W&rmekapazitat beeinflussen sie die Beheizung 
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einer Mikrokomponente kaum merklich, reagieren aber schnell 
und prazise auf TemperaturSnderungen. 

Einer Ausftihrung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
5 vorgesehen, dass die Anschlttsse des elektrischen 
Heiz elements im Bereich einer Seitenkante der 
Mikrokomponente angeordnet sind. Die Mikrokomponente kann 
beispielsweise in einem bekannten Anschlusstr^ger far 
plattenformige Mikrokomponenten (DE 198 54 096 Al) 
10 eingesteckt wexden, Wegen der im Bereich einer Seitenkante 
angeordneten Anschlttsse kann eine far den Betrieb 
notwendige Kontaktierung des elektrischen Heizelements an 
der in den AnschlusstrSger eingesteckten Seitenkante aber 
Kontaktf lachen erfolgen. 

15 

Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die Anschiasse 
des Heizelements an einer SeitenflMche angeordnete 
elektrische Kontaktf lachen aufweisen. Die Kontaktierung des 
Heizelements erfolgt dann platzsparend Ober die 

20 Kontaktf lachen an einer StirnflSche der Mikrokomponente. 
Dadurch vereinfacht sich der Konstruktionsauf wand far 
AnschlusstrSger, da mehrere Mikrokomponenten direkt 
nebeneinander angeordnet werden kbnnen und die 
Kontaktierung der jeweiligen Heizelemente auf der den 

25 Mikrokomponenten zugewandten Oberseite des Anschlusstragers 
Uber daran angepasst nebeneinander angeordnete 
Kontaktf lclchen erfolgt. 

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung 
30 einer Mikrokomponente far die Durchfuhrung chemischer 

Reaktionen, wobei die Mikrokomponente und das elektrische 
Heizelement raittels Halbleiterf ertigungsmethoden 
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hergestellt werden. Die Mikrokomponente wird dabei aus 
mikrostrukturierbarem Material, beispielsweise Silizium 
oder Glas, gefertigt. Eine aus Silizium gefertigte 
Mikrokomponente weist sehr giinstige 
5 warmeleitungseigenschaften auf . 

Fur die Herstellung und Bearbeitung der Mikrokomponente 
kann auf die Verfahren und Erfahrungen aus der 
Halbleiterf ertigung, beispielsweise der Chipherstellung, 

10 zuriickgegrif f en werden. Mit den gleichen Methoden kann das 
elektrische Heizelement, beispielsweise in Form einer 
gedruckten Leiterbahn, auf der OberflSche der 
Mikrokomponente angeordnet werden. Der fiir das elektrische 
Heizelement zusatzlich erf orderliche Arbeits- und 

15 Materialaufwand ist aufierst gering, so dass das elektrische 
Heizelement die Herstellkosten der Mikrokomponente kaum 
erhoht. 

Die Erfindung betrifft ebenfalls eine Anordnung mehrerer 
20 Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte. Auf 

diese Weise kann sehr einfach ein komplexer Reaktionsablauf 
mit beispielsweise mehreren Mischern und unterschiedlichen 
Verweilkomponenten realisiert werden. 

25 Vorteilhaf ter Weise ist vorgesehen, dass jeder 

Mikrokomponente eine separate , auf der gemeinsamen 
Grundplatte angeordnete Haltevorrichtung zugeordnet ist. 
Jede Haltevorrichtung weist separate Anschlilsse fiir die 
Zuleitung und Ableitung der beteiligten chemischen 

30 Substanzen sowie elektrische Anschltisse fttr das Heizelement • 
der Mikrokomponente auf. Dadurch ist eine sehr flexible und 
auch liber den gesamten Prozessverlauf , der auf der 
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gemeinsamen Grundplatte realisiert ist, variable und fUr 
einzelne Reaktionsschritte unterschiedliche Vorgabe der 
Reaktionsbedingungen mbglich. 

5 Einer Ausgestaltung des Erf indungsgedankens zufolge ist 
vorgesehen, dass die zugeordneten Anschliisse der 
benachbarten Haltevorrichtungen dauerhaft befestigte 
Verbindungsleitungen aufweisen. Werden einzelne 
Mikrokomponenten ausgetauscht, so mtissen nicht die 

10 zugeordneten Verbindungsleitungen abgetrennt und erneut 
verbunden werden. Deshalb kdnnen Anderungen im 
Reaktionsverlauf schnell und sicher vorgenommen werden und 
so mit den einzelnen Komponenten standig unterschiedliche 
Reaktionen in kurzer Zeit realisiert und durchgefiihrt 

15 werden. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Grundplatte eine 
gemeinsame Haltevorrichtung fur mehrere Mikrokomponenten 
aufweist. Durch die sehr kompakte Anordnung kann schnell 
20 eine gemeinsame Reaktionstemperatur fttr alle 
Mikrokomponenten vorgegeben werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des 
Erfindungsgedankens sind Gegenstand weiterer 
25 UnteransprUche . 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
naher erlautert, das in der Zeichnung dargestellt ist. 

30 Es zeigt: 
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Fig. 1 eine Ansicht einer Mikrokomponente mit einem 
elektrischen Heizelement und einem Temperatursensor, 

Fig. 2 eine weitere Ansicht der in Fig. 1 dargestellten 
5 Mikrokomponente^ 

Fig. 3 die Ansicht der RUckseite der in den Fig. 1 und 2 
dargestellten Mikrokomponente, 

10 Fig. 4 eine schematische Darstellung mehrerer in separates 
Haltevorrichtungen hintereinander angeordneter 
Mikrokomponenten auf einer gemeinsamen Grundplatte, 

Fig. 5 einen Schnitt entlang der Schnittlinie VI -VI der in 
15 Fig. 4 dargestellten Anordnung, 

Fig. 6 eine Ansicht mehrerer in einer gemeinsamen 
Haltevorrichtung auf genommenen Mikrokomponenten und 

20 Fig. 7 die in Fig. 6 gezeigte Anordnung- in 
auseinandergezogener Darstellung. 

In den Fig. 1-3 ist eine in Form einer dUnnen, 
rechteckigen £cheibe gestaltete Mikrokomponente 1 

25 dargestellt. Auf der Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1 
ist eine Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement 
angeordnet. Die Leiterbahn 3 weist einen im wesentlichen 
maanderf5rmigen Verlauf ilber einen groiien Bereich der 
Vorderseite 2 der Mikrokomponente 1 auf. Auf diese Weise 

30 wird eine hohe, gleichm&liige Heizwirkung durch die 
Leiterbahn 3 erreicht. 
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Im Bereich des maanderf Srmigen Verlaufs der Leiterbahn ist 
ein Wider standsthermometer 4 angeordnet, das als 
Temper atur sensor betrieben wird. Sowohl die Leiterbahn 3 
als auch das Widerstandsthermometer 4 weisen elektrische 
5 Anschlttsse 5 iia Bereich der Unterseite 6 der 

Mikrokomponente 1 auf . ttber diese elektrischen Anschlttsse 5 
kann die Leiterbahn 3 als elektrisches Heizelement 
gesteuert werden. In gleicher Weise kann mit geringem 
Aufwand das Widerstandsthermometer 4 als Temperatursensor 
10 betrieben werden, wobei die gemessenen Signale des 

Widerstandsthermometers 4 zur Regelung der Heizwirkung der 
Leiterbahn 3 verwendet werden. 

Sowohl die Leiterbahn 3 als auch das Widerstandsthermometer 
15 4 konnen im wesentlichen als gedruckte Leiterbahnen mittels 
bekannter Halbleiterf ertigungsmethoden hergestellt werden. 
Dazu wird beispielsweise auf der Oberfiache der 
Mikrokomponente 1 eine Metallschicht aufgebracht, die 
Metallschicht mit einem Fotoresist-Lack beschicht, der 
20 Fotoresist-Lack wird dann im Bereich des Leiterbahnverlauf s 
entsprechend des gewtinschten Designs belichtet und durch 
anschliefcendes Atzen wird die Metallschicht in nicht 
belichtet en Bereichen wieder abgetragen. 

25 In Fig. 3 ist die RUckseite 7 der Mikrokomponente 1 

gezeigt, die in der NShe der Unterseite 6 drei Offnungen 8 
aufweist. Diese Offnungen 8 dienen zum Verbinden der 
Mikrokomponente 1 mit Zu- und Ableitungen, so dass die fttr 
einen Reaktionsschritt bendtigten Substanzen der 

30 Mikrokomponente 1 zugeftthrt und von dieser abgefiihrt werden 
konnen . 
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In den Fig. 4 und 5 sind mehrere separate 

Haltevorrichtungen 9 dargestellt, in denen jeweils eine der 
drei gezeigten Mikrokomponenten 1 auf einer gemeinsamen 
Grundplatte 10 nebeneinander angeordnet auf genoiranen ist. 
5 Jeweils die aufienliegenden Haltevorrichtungen 9 weisen 
Anschllisse 11 fttr den Zufluss und Abfluss der beteiligten 
Substanzen auf. Diese Leitungsanschliisse 11 konnen als 
genormte und ausreichend stabile Anschluss vorrichtungen 
ausgefiihrt sein, so dass eine einfache Handhabung sowie ein 
10 haufiges Wechseln der angeschlossenen Leitungen moglich 
sind. Jede Haltevorrichtung 9 besitzt elektrische 
Anschlusse 12 fur das Heizelement der darin auf genommenen 
Mikrokomponente 1- Diese sind als leicht federnd 
angebrachte Kontaktf lachen ausgefiihrt . 

15 

Die Verbindungsleitungen 13 sind fest zwischen den 
benachbarten Haltevorrichtungen montiert, so dass deren 
Dichtheit uber eine lange Betriebsdauer gewahrleistet ist. 
Bei entsprechender Gestaltung der Verbindungsleitungen 13 

20 zwischen den einzelnen Mikrokomponenten 1 kann auf diese 
Weise ein aus mehreren Einzelschritten zusairunengesetzter, 
komplexer Reaktionsprozess realisiert werden. Dies fiihrt zu 
einer weiteren Miniaturisierung, da die einzelnen 
Mikrokomponenten 1 platzsparend, kompakt angeordnet sind 

25 und aufwendige Verbindungselemente zwischen einzelnen 

Mikrokomponenten 1 nicht notwendig sind. Dennoch konnen die 
einzelnen Mikrokomponenten 1 mittels der jeweiligen 
.Heizelemente separat auf eine bestimmte vorgegebene 
Temperatur gebracht werden. Die in jeder Mikrokomponente 1 

30 herrschende Temperatur kann uber Temperaturf tihler gemessen 
werden und auf diese Weise eine geregelte 
Temperatursteuerung ermbglicht werden. 
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In den Fig. 6 und 7 ist eine auf einer Grundplatte 10 
angebrachte gemeinsame Haltevorrichtung 14 fttr mehrere 
Mikrokomponenten 1 gezeigt. Die Haltevorrichtung 14 besteht 
5 aus einer U-f5rmigen Aufnahmevorrichtung 15, in welcher 

mittels eines mit Schrauben 16 befestigbaren Seitenteils 17 
mehrere Mikrokomponenten 1 angeordnet sind. Die 
benachbarten Mikrokomponenten 1 sind dabei durch 
zwischenliegende dttnne Schichten 18 aus chemisch 
10 bestandigem Kunststoff, beispielsweise einer PTFE-Folie, 
voneinander getrennt und abgedichtet. Die Haltevorrichtung 
weist mehrere Anschlttsse 11 fttr die Zuleitung und Ableitung 
der verwendeten chemischen Substanzen auf. 

15 Bei einer gemeinsamen Haltevorrichtung fur mehrere 

Mikrokomponenten ist es moglich, dass die Haltevorrichtung 
separate elektrische Anschlttsse zur Steuerung der einzelnen 
Heizelemente jeder Mikrokomponente auf weist. Auf der den 
Mikrokomponenten 1 zugewandten Seite der Grundplatte 10 

20 sind fur jede Mikrokomponente 1 als separate Kontaktf lachen 
ausgefiihrte elektrische Anschlttsse 19 fttr eine Verbindung 
mit dem Heizelement der zugeordneten Mikrokomponente 1 
angeordnet. Wegen der sehr kompakten Anordnung ktfnnen die 
Mikrokomponenten 1 kCnnen schnell und zuveriassig auf eine 

25 gewttnschte gemeinsame Reaktionstemperatur geheizt werden. 
Da nicht jeweils einzelne Mikrokomponenten 1 oder die 
gesamte, mit mehreren Mikrokomponenten 1 bestuckte 
Haltevorrichtung 14 in ein WSrmebad gebracht werden muss, 
kSnnen auf diese Weise mit einfachsten Mitteln vollstandige 

30 Reaktionsprozesse auch mit jeweils wechselnd vorgegebener, 
fttr den gesamten Reaktionsprozess gleicher Temperatur 
schnell durchgefuhrt werden. 



WO 03/026788 



PCT/EP02/09718 



- 14 - 



Mikrokomponente 

5 

Patentansprtiche 

10 1. Mikrokomponente ftir die Durchftihrung chemischer 

Reaktionen, dadurch gekennzeichnet, dass ein elektrisches 
Heizelement auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) 
angeordnet ist. 

15 2. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das elektrische Heizelement im wesentlichen ein 
elektrischer Leiter ist. 

3. Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
20 dass das elektrische Heizelement eine auf der Oberflache 

der Mikrokomponente (1) angebrachte gedruckte Leiterbahn 
(3) aufweist. 

4, Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
25 dass das Heizelement eine Heizfolie ist. 

5- Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Oberflache der Mikrokomponente (1) ein 
Temperatursensor angeordnet ist. 

30 
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6. Mikrokomponente nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Temperatursensor im Wesentlichen aus einem 
Widerstandsthermometer ( 4 ) besteht . 

5 7 Mikrokomponente nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die AnschlUsse des elektrischen Heizelements im 
Bereich einer Seitenkante der Mikrokomponente angeordnet 
sind. 

10 8. Mikrokomponente nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anschlttsse des Heizelements an einer Seitenflache 
angeordnete elektrische Kontaktf l&chen aufweisen. 

9. Verfahren- zur Herstellung einer Mikrokomponente nach 
15 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Mikrokomponente (1.) und das elektrische Heizelement mittels 
Halbleiterfertigungsmethoden hergesteilt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
20 auf die Oberflache der Mikrokomponente (1) eine 

Metallschicht aufgebracht wird, die Metallschicht mit einem 
Fotoresist-Lack beschichtet wird, der Fotoresist-Lack im 
Bereich des Leiterbahnverlauf s belichtet wird und 
anschliefcend durch Atzen die Metallschicht in nicht 
25 belichteten Bereichen abgetragen wird. 

11. Anordnung mehrerer Mikrokomponenten nach Anspruch 1 auf 
einer gemeinsamen Grundplatte (10) . 



30 12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder Mikrokomponente (1) eine separate, auf der 
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gemeinsamen Grundplatte (10) angeordnete Haltevorrichtung 
(9) zugeordnet ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
5 dass die zugeordneten Anschlttsse der benachbarten 

Haltevorrichtungen (9) dauerhaft befestigte 
Verbindungsleitungen ( 13) auf weisen . 

14. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , 

10 dass die Grundplatte (10) eine gemeinsame Haltevorrichtung 
(14) fur mehrere Mikrokomponenten (1) aufweist. 

15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Haltevorrichtung (14) separate elektrische 

15 Anschlusse (19) zur Steuerung der einzelnen Heizelemente 
jeder Mikrokomponente (1) aufweist. 



WO 03/026788 



1/4 



PCT7EP02/09718 




WO 03/026788 



2/4 



PCT/EP02/09718 




WO 03/026788 



3/4 



PCT/EP02/09718 




Ao AA 



WO 03/026788 



4/4 



PCT/EP02/09718 






INTERNATIONAL SEARCH REPORT 




tntdfctlonal Application No 

PCT/EP 02/09718 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 BOUWOO 








According to International Patent Classification (IPC) 0M0 both national classification and IPC 






B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 B01J 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included In the fields searched 


Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical search terms used 


) 


EPO-Internal, WPI Data, PAJ 








C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category 0 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


X 
Y 


WO 01 41916 A (HAUSNER OLIVER ;L0EWE 
HOLGER (DE); RICHTER THOMAS (DE); INST 
MIKR0) 14 June 2001 (2001-06-14) 
page 3, line 16 - line 37 
page 8, line 1 - line 4 
page 10, line 23 - line 24 
page 11, line 10 - line 35 
figures 2.3.6A 




l-n 

12-15 


X 


POSER S ET AL: "TEMPERATURE CONTROLLED 
CHIP REACTOR FOR RAPID PCR" 
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICROREACTI0N TECHNOLOGY, 
XX, XX, 

1997, 'pages 294-301, XP000861939 
the whole document 




1-6,9-11 






/- 






"Y| Further documents are listed In the continuation of box C. 


j)( j Patent famOy members are listed In annex. 


• Special categories of cited documents : 

'A' document defining the general state of the art which ts not 

considered to be of particular relevance 
•E" earCer document but published on or after the international 

filing date 

■L* document which may throw doubts on priority claim(8) or 
which Is cited to establish the publication date of another 
citation or other spadal reason (as specified) 

•0* document referring to an oral disclosure, use, exhibOion or 
other means 

■P* document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 


V later document published after thB International filing dale 
or priority date and not In conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an Inventive step when the document Is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to Involve an Inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 


Dale of the actual completion of the International search 


Date of maifing of the International search report 


! 5 December 2002 


18/12/2002 




Name and maifing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5816 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rijswfjk 
Tel. (+31 -70) 340-2040, Tx. 31 651 epo M, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Vlassls, N 



Focm PCT/ISA/210 (second shoal) (JuV 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



In^fcttona) Application No 

PCT/EP 02/09718 



C(Contlnuatlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category' 



Citation of documenl, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



DE 199 17 398 A (SCHWESINGER NORBERT ;HEIM 
ULF (DE)) 19 October 2000 (2000-10-19) 
the whole document 

EP 1 123 739 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
16 August 2001 (2001-08-16) 
column 3, line 31 - line 58 
figures 1,2 

DE 198 41 993 A (MANNESMANN AG) 
9 March 2000 (2000-03-09) 
column 4, line 22 - line 53 
claims 1-6; figure 1 



12-15 



1,2,4-6, 
9 



1,2,7,8 



Form PCT/1SA/210 (ccnlinuallan of second sheet) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

'Jnformatton on patent family members 



Intentional Application No 

PCT/EP 02/09718 



Patent document 
cited In search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



WO 0141916 


A 


14-06-2001 


DE 


19959249 Al 


19-07-2001 








WO 


0141916 Al 


14-06-2001 








EP 


1239951 Al 


18-09-2002 


DE 19917398 


A 


19-10-2000 


DE 


19917398 Al 


19-10-2000 








AU 


4399800 A 


02-11-2000 








WO 


0062919 Al 


26-10-2000 








EP 


1175258 Al 


30-01-2002 


EP 1123739 


A 


16-08-2001 


EP 


1123739 Al 


16-08-2001 








US 


2001024820 Al 


27-09-2001 


DE 19841993 


A 


09-03-2000 


DE 


19841993 Al 


09-03-2000 








AT 


215843 T 


15-04-2002 








AU 


1147400 A 


27-03-2000 








WO 


0013783 A2 


16-03-2000 








DE 


29923630 Ul 


18-01-2001 








DE 


59901222 Dl 


16-05-2002 








EP 


1117479 A2 


25-07-2001 



Form PCT/lSA/210 (paienHamily amosc) (July 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inb^fetlonales Aktenzelchen 

PU/hP 02/09718 



A. KLASSIFIZIEnUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B01J19/00 



Nach der Intemationalen PatentktassiflKatlon (1PK) oder nach der nattonaten Klassffihatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



RBcherchlerter MlndastprOfstoff (Klasstflkatlonssystem und Wasslfixalionssyrnbole ) 

IPK 7 B01J 



Racherchlerte aber nlcht zum Mindestprufstof! gshOrendo VerOrTentBcrtungen. soweit dtese unter die recherchterten Gebleta fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultlerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil, verwendete Suchbegrine) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLtCH ANGESEHENE UNTER LA GEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffenliichung, soweit erforderlJch unler Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Ansprucb Nr. 



U0 01 41916 A (HAUSNER OLIVER ;L0EWE 
HOLGER (DE); RICHTER THOMAS (DE); INST 
MIKRO) 14. Jun1 2001 (2001-06-14) 
Selte 3, Zelle 16 - Zelle 37 
Selte 8, Zelle 1 - Zeile 4 
Selte 10, Zelle 23 - Zeile 24 
Selte 11, Zeile 10 - Zelle 35 
Abblldungen 2.3.6A 

POSER S ET AL: "TEMPERATURE CONTROLLED 
CHIP REACTOR FOR RAPID PCR" 
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICR0REACTION TECHNOLOGY, 
XX XX, 

1997,'seiten 294-301, XP000861939 
das ganze Dokument 

-/- 



1-11 
12-15 



1-6,9-11 



m 



Weltera Verfiffentllchungen slnd der Fortsetzung von Fetd C zu 
entnehmen 



ID 



Slehe Anhang PatentfamJIle 



0 Boson de re Kategorien von angegebenen Verdffent|[chungen 

'A 1 VerGffentfichung, die den altgemelnen Stand darTechnlkdeflntert, 
aber nlcht ais besonders bedeutsam anzusehen ist 

■E" alteres Dokument, das |edoch erst am Oder nach dem Intemationalen 
AnmeUedatum verdffentllcht worden ist 

*L a Veroffentlichung, die geeignet ist, einen PrforMlsanspruch zweifelhaft er- 
schelnen zu lessen, oder durch die das VerdffentOchungsdatum elner 
anderen Im Recherchenberteht genannten Veroffentlichung belegt warden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wis 
ausgefflhrt) 

*0* Veroffentlichung, die slch auf eine mflndttehe Oft enbarung, 

elne Benutzung, eine AussteOung oder an dare MaBnahmen bezteht 

'P' VerflfientRchung, die vor dem tntematlonalan Anmetaedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorilatsdaium veroftentTJcht worden ist 



*T* Spatere Verdffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem PriorBatsdaium verOffentllcht worden ist und mit der 
Anmeldung nlcht kollidlert, sondern nur zum Verst&ndnls des der 
Erflndung zugrundeliegendan Prinzips oder der thr zugrundetlegenden 
Theorie angegeben 1st 

'X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erftndung 
kann aliein auf grund dieser VerfiffentDchung nlcht als neu oder auf 
ertinderischer Tatigkeft beruhend betracntet warden 

•Y™ Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erftndung 
kann nicht als auf ertinderischer Tatlgkelt beruhend betrachtel 
werden, wenn (fie Verdffentlichung mit etner Oder mehreren anderen 
Veroffentllchungen dieser Kategorie in Verbindung qebrach! wird und 
diese Verbindung far einen Facnmann nahellegend ist 
Veroffentlichung, die MitgHed derselben Patentf amine 1st 



Datum des Abschtusses der IntemattonaJen Recherche 



5. Dezember 2002 



Absendedatum des intemattonaJen Recherchenbertchls 



18/12/2002 



Name und Postanschrift der tntemattonaten Recherchenbehorde 
Europaisches Paientamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV PJJSWlJK 
TeL (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax- (+31-70) 340-3016 



BevoUmfichtlgter Bediensteter 



Vlassis, M 



Foimbbtt PCT/tSA/210 (Btall 2) (Jull 1092) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



In^BlUonales Aktenzelehen 

PCT/EP 02/09718 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kal&gorle 0 Ba2elchnung der VerGffantllchung, soweil eitordartteh unler Angabe der in Betracht kommandan Telle 



Betr. Ansprucn Nr. 



DE 199 17 398 A (SCHWESINGER NORBERT ;HEIM 
ULF (DE)) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) 
das ganze Dokument 

EP 1 123 739 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
16. August 2001 (2001-08-16) 
Spalte 3, Zeile 31 - Zeile 58 
Abblldungen 1,2 

DE 198 41 993 A (MANNESMANN AG) 
9. Marz 2000 (2000-03-09) 
Spalte 4, Zeile 22 - Zeile 53 
AnsprOche 1-6; Abbildung 1 



12-15 



1,2,4-6, 
9 



1,2,7,8 



FoanbJaU PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (JuB 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VetfffenlHcfiBlBn, die zurselbenPatenlfamHie gehfoen 



Inl^M tonales AWenzetchen 

PCT/EP 02/09718 



lm Recherchenbericht 
angeftihrtes Patentdokument 



Datum der 
Ver6ffentlichung 



Mltglled(er) der 
Patentfamille 



Datum der 
VerOttentlichung 



WO 0141916 


A 


14-06-2001 


DE 


19959249 Al 


19-07-2001 




WO 


0141916 Al 


14-06-2001 








EP 


1239951 Al 


lo-uy-^uu^ 


DE 19917398 


A 


19-10-2000 


DE 


19917398 Al 


i r\ in oAAft 

19-10-2000 






AU 


4399800 A 


nn 1 1 onnn 

02-11-2000 








WO 


0062919 Al 


26-10-2000 








EP 


1175258 Al 


30-01-2002 


EP 1123739 


A 


16-08-2001 


EP 


1123739 Al 


16-08-2001 






US 


2001024820 Al 


27-09-2001 


DE 19841993 


A 


09-03-2000 


DE 


19841993 Al 


09-03-2000 






AT 


215843 T 


15-04-2002 








AU 


1147400 A 


27-03-2000 








WO 


0013783 A2 


16-03-2000 








DE 


29923630 Ul 


18-01-2001 








DE 


59901222 Dl 


16-05-2002 








EP 


1117479 A2 


25-07-2001 



Foonbfatt PCT/1SA/210 (Anhang PatenHamH!o)(JuU 1002) 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is hot part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

C^COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



